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SKZ-Seminar »Polymerverguss in Elektrik und Elektronik«
unter Leitung des Fraunhofer IFAM

Aufgrund der starken Nachfrage bietet das Fraunhofer-Institut fir
Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen, zusammen
mit dem Siiddeutschen Kunststoff-Zentrum SKZ vom 7. bis 8. November 2013 im
SKZ Weiterbildungs-Zentrum in Wiirzburg eine Neuauflage des Seminars
»Polymerverguss in Elektrik und Elektronik« an. Die Veranstaltung richtet sich an
Anwender, Entwicklungsingenieure und Konstrukteure sowie Verantwortliche in
Produktion und Qualitadtssicherung.

Das Programm des Seminars orientiert sich an den relevanten Prozessschritten des
Elektronikvergusses. Es vermittelt einen praxis- und anwendungsorientierten Uberblick
Uber die aktuellen Vergussmassen, Applikationsverfahren, Vorbehandlungs- sowie
Prifmaoglichkeiten und gibt zudem Hinweise zur konstruktiven Auslegung von zu
vergieBenden Baugruppen. Dariber hinaus dient das Seminar als Plattform zum
branchentbergreifenden Erfahrungsaustausch — dass hier ein groBer Bedarf besteht,
bewiesen die lebhaften und engagierten Diskussionen der Teilnehmer wahrend des
Auftaktseminars 2012,

Die steigende Anzahl elektronischer Baugruppen und deren Einsatz, z. B. in
Kraftfahrzeugen sowie Flugzeugen, fihren zu hohen Anforderungen hinsichtlich
Langzeitstabilitdt und Funktionssicherheit. Durch VergieBen oder durch Auftrag von
Schutzlacken werden die zu schitzenden Bauteile durch ein Polymer komplett
umschlossen, um ihre Zuverlassigkeit zu sichern. Dabei ist ein Trend zu stetig steigenden
Anforderungen hinsichtlich Feuchtebestandigkeit, Temperatur, Temperaturschock sowie
elektrische Isolation und Warmeleitung deutlich zu erkennen. Es gilt, diese wachsenden
Anspriche in die Praxis umzusetzen und die Endeigenschaften der Baugruppen
zuverlassig vorherzusagen.

Das Fraunhofer-Institut fir Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM,
Bremen, hat die fachliche Leitung des Seminars inne. Im Fraunhofer IFAM wurde 2011
auf Betreiben von Institutsleiter Prof. Dr. Bernd Mayer das Kompetenzfeld VergieBen von
Elektro- und Elektronikkomponenten im Bereich Klebtechnik und Oberflachen etabliert.
In diesem interdisziplinaren Forschungs- sowie Entwicklungsbereich bindeln und
bearbeiten die Wissenschaftler des Instituts die vielfaltigen Anfragen aus der Industrie
rund um das Thema Verguss. Insbesondere in der Planungsphase besteht nach wie vor
groBer Beratungsbedarf hinsichtlich Materialauswahl und einem vergussgerechten
Design der zu schitzenden Bauteile.
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bezuglich des Prozesses als auch hinsichtlich der verwendeten, meist reaktiven
Materialien groBe Ahnlichkeiten zum VergieBen bestehen.

Im Rahmen dieser Aktivitaten wurde Ende 2012 erstmals zusammen mit dem
Slddeutschen Kunststoff-Zentrum SKZ das Seminar »Polymerverguss in Elektrik und
Elektronik« mit groBem Erfolg und Zuspruch seitens der Teilnehmer durchgefihrt. Die
nun folgende Neuauflage vom 7. bis 8. November 2013 in Wirzburg setzt Bewahrtes
fort und erganzt wichtige Neuerungen zu dieser Thematik.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung und der Anmeldung finden Sie im
beigefiigten Programm oder unter
www.ifam.fraunhofer.de/de/Aus_Weiter_Bildung/Weiterbildung/Weiterbildung.html|
www.skz.de/de/weiterbildung/seminare/lehr_/Polymerverguss_in_Elektrik_und_Elektronik
/index.html?detlD=5834
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